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I N T R O D U C C I O N

por "PROCEDIMIENTO, CON SU DI POSITIVO DE REALIZÁCICN CO­

RRESPONDIENTE, PARA M  FABRICACION CONTINUA DE CUERPOS HUE­

COS O RECIPIENTES DE MATERIA SINTETICA TERMOPMSTICA", a 

favor de la  firma alemana RHENOPACK G.m.b.H., domiciliada 

en Wormo/Rheiíi, " ^ e y re r  S trasse, 10^  .

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se re fie re  a un procedimiento, 

con su. d ispositivo de realización  correspondiente, para la  

fabricación continua de cuerpos huecos o recip ien tes de ma­

te r ia  s in té tica  term oplástica, cuyos recip ien tes pueden te - 

5* ner cualquier forma.

La invención conoierne mas particularmente a aquellos 

cuerpos huecos o recip ien tes cerrados o susceptioies de ser 

cerrados sobre todos# o sobre casi todos, sus lados. Con­

oierne igualmente a un dispositivo apropiado para la  reac­

io. lizació n  de este procedimiento.

La fabricación de cuerpos huecos o recip ien tes de mate­

r ia  s in té tica  term oplástica, principalmente de aquellos des­

tinados a la  recepción, al tragg)Orte y a l  almacenaje de l í ­

quidos, es ya conocida. Es igualmente conocido para fa o ri-  

car ta le s  cuerpos huecos o recip ien tes, el introducir en
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un molde m aterias s in té tica s  p lagtificad a s y ap licarlas  

contra la  pared in terio r de este molde por inyección de 

a íre  o de otros gases. Sin embargo, en todos estos proce­

dimientos la s  materias s in té tica s  conducidas a l estado 

p lastificad o  Recen ser introducidas en lo s  moldes en can­

tidades medidas. Según otro conocido procedimiento, una ho­

ja  de materia s in té tica  es calentada y aplicada después, 

utilizando a ire  comprimido, contra la s  paredes internas de 

moldes de forma apropiada. 3?or este medio, sin embargo, no 

se obtienen mas que cuerpos huecos o recip ien tes que no 

pueden ser cerrados sin o tras complica clone s, y que están 

completamente ab iertos por uno de sus lados, a lo  menos.

La presente invención tien e por objeto un procedimien­

to y un dispositivo para re a liz a rlo , con ayuda de lo s  cuar 

le s  es ahora posible obtener cuerpos huecos o recip ien tes 

de una forma cualquiera de materia s in té tica  term oplágtica. 

Según la  invención, se u til iz a  una banda de materia sinté­

t i c a ,  plegada según su e je  longitudinal medio, llevada des­

pués a la  temperatura de deíoimación, antes de ser in tro­

ducida en un molde separable en dos p artes, en el in te rio r  

del cual tien e lugar l a  conformación, haciendo in tervenir 

una sobre presión o una depresión. Después de terminada su 

confoimaoión, lo s  cuerpos huecos o recip ien tes individua­

l e s  son separados unos de otros, eventualmente después de 

soldar sus zonas marginales.

La banda de materia s in té tica  puede provenir, ventajo-

sansnte, de un ro d illo  de alimentación, y ser plegada se-
x

gún su e je  longitudinal antes de ser calentada. Otra posi­

bilidad consiste en u ti l iz a r  bandas de materia s in té tica  

ya plegadas. En f in , es igualmente posible u t i l iz a r  un30.
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-tubo de materia s in té tica  hendido antes de ser calentado.

La conformación propiamente dicha está asegurada por l a  

introducción de un fluido gaseoso, o también por la  in tro­

ducción d irecta del contenido de lo s  cuerpos huecos o re­

cip ien tes en el in te rio r  de la  banda de materia s in té tica  

oalentada y colocada entre la s  dos mitades del molde, sien­

do a s i esta banda aplicada y conformada contra la  pared in­

te r io r  del molde.

E l di p o s itiv o  destinado a la  realización  del procedi­

miento consiste en un dispositivo de caldeo, que estará e- 

ventuaimente precedido de un dispositivo de plegado de la  

banda de materia sinté t i  oa, un molde constando de órganos 

que permitan orear una sobrepresión o una depresión y, en 

f in , un dispositivo de transporte o de sostén para, la s  ban­

das de materia s in té tica  ya conformadas. .

E l molde se compone de dos mitades móviles transversal­

mente en sentido de desplazamiento de la  banda de materia 

sintétioa y susceptibles de ser aplicadas una contra otra 

por presión la te r a l .  De preferencia , se podrán prever va­

r io s  moldes, di pu estos en una f i l a  en el sentido de avan­

ce de la  banda de materia s in té tica , para perm itir la  e je ­

cución simultánea de varias operaciones de moldeo.

En una forma de realización  p articu lar y preferida del 

d ispositivo , l a  pared interna del molde, en la  proximidad 

del pliegue de l a  oanda de materia sin tetioa  en é l intro­

ducida, es plana, de manera de dar nacimiento a un fondo o 

base de apoyo plano para e l cuerpo hueco o recip iente ob­

tenido.

Respecto a la  parte plana de la  pared interna del mol­

de está previsto frente a e lla  un lab io  de inyección para



4 pr'mwrlMñs

5,

10.

1^.

20.

25.

30.

gas bajo presa-óa destinado a orear la  presión interna, 

estando este lab io  rodeado por la  banda de materia sinté­

tica); en e l momento de la  aplicación de la s  dos mitades del 

molde, y permaneciendo apretado en este molde en e l curso 

de la  operación de moldeo. En la s  dos mitadaes del molde 

están todavía p rev istas canales de débil sección destinadas 

a perm itir l a  evacuación del a ire  susceptible de hacer sido 

interpuesto entre la  banda de materia s in tétioa  a confor­

mar y la s  paredes in te r io re s  del molde.

E l transporte de la  banda de materia s in té tica  puede 

ger asegurado? sea por el propio dispositivo de moldeo? que 

estará entonces previsto móvil en el sentido de avance de 

esta banda? sea por un dispositivo de arrastre  o de mante­

nimiento de la  banda moldeada? especialmente previsto a es­

t a  efecto? y colocado después del dispositivo de moldeo.

En este segundo caso? lo s  moldes serán solamente móviles 

por sus mitades? transversalmente a la  dirección de avance 

de la  banda de materia s in té tica .

En fin? se puede prever? en v ísta  de la  soldadura de 

la  banda de materia sin tética? donde la  misna se empalma a 

lo s  cuerpos huecos moldeados? d isp ositivos alojados en lo s  

mismos moldes y no interesando la  parte del molde que da 

nacimiento al fondo o base de apoyo plano de lo s  cuerpos 

huecos o recip ien tes obtenidos? parte de la  cual viene a 

corresponder a l pliegue de la  banda de materia s in té tica  

plegada? a s i como antes se p recisó .

En la s  figu ras de la  adjunta lámina de dibujos se ha 

representado? a puro t itu lo  de ejemplo no lim itativo? una 

forma de realización  del procedimiento objeto de la  inven­

ción a s i  como? también como ejemplo? un cuerpo hueco o
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recip iente a s i obtenido.

En lo s  dibujos!

La f ig . 3.a muestra esquemáticamente en planta el conjun­

to  de la  in sta lación .

La. f ig .  23 es un corte transversal pasante por el d is­

positivo de moldeo, segdn la  l ia a a  11-11 de la  f ig . i§ , mos­

trando esta figura la s  dos mitades de molde separadas una de 

otra.

La f ig .  3§ representa en perspectiva una mitad de molde 

con el lab io  de inyección de gas bajo presión.

La f ig .  43 representa la  banda de materia s in té tica  ple­

gada, llevando lo s  cuerpos huecos o recip ien tes sucesivamen­

te  formados en es ta , y

La f ig .  53 representa en fin  un cuerpo hueco o recipien­

te terminado, después de soldar sus bordes, y separación de 

la  banda.

En la  forma dé realización  del dispositivo representado 

a titu lo  de ejemplo en la  f ig .  13, y apropiado para la  rea­

lizació n  del procedimiento objeto de la  invención, una ban­

da ^  de materia sin tétioa es suministrada por un ro d illo  de 

alimentación g  y plegada segán su e je  longitudinal medio en 

una cabeza de plegar 2,. La banda de materia s in té tica  a s i 

plegada pasa entre lo s  p alastros de guiaje De una y otra 

parte de estas chapas de gMiaje hay p revistos d ispositivos 

de caldeo jí , que de la  manera mas sen cilla  pueden estar cons­

titu id o s  por lámparas de caldeo e lé c tr ic a s , situadas delante 

de re flec to re s  exteriores. En e l dispositivo de caldeo j? la  

-banda de materia s in té tica  es llevada a una temperatura de 

80 a liORC, por ejemplo. Después de un caldeo su ficien te, 

que vuelve deformadle la  materia s in té tic a , lleg a  la  banda
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a situarse entre la s  dos mitades ó y da un molde, l ig a -

de cada mitad a un cilindro de presión j¡[ que permite ap licar

una contra o tra . El dispostivo de retenida ó asegura que la  

banda de materia s in té tica , en la  cual están entonces forma­

dos cuerpos huecos o recip ien tes yuxtapuestos en f i l a ,  des­

pués que abandone el dispositivo de moldeo, estará manteni­

da en posición conveniente. Se ha designado en <2, un cuerpo 

hueco o recip iente todavía ligado a la  banda de materia sin­

té t ic a , ta l  como abandona e l molde. En este molde está enca­

jado un labio para la introducción de gas comprimido, vi­

niendo este lab io  a colocarse entre la s  dos p artes de la  ban­

da plegada de materia sinté tioa. (ver figu ras 23 y 33 ). Des­

pués del cierre  de la s  dos mitades ó y ó ' del molde, se in­

troduce por ejéLabio aire  comprimido, por ejemplo. Entre 

la s  dos p artes de la. banda de materia sin te t i  (& plegada y he­

cha p lástio a  se crea a s í una p-resión da 6 atmósferas, por 

ejemplo, de suerte que esta  banda de materia s in té tica  es a- 

plicada por todos lados contra la  pa red in te rio r  del molde, 

lo  que permite obtener un cueipo hueco o recipiente de cual­

quier forma. Todos lo s  órganos del d ispositivo representado 

están montados en una mesa 10.

En la s  figu ras 23 y 33 se han representado lo s  d e ta lles  

del molde, coya cavidad se designa en A fin  de que el a i­

re que se encuentra interpuesto entre la  banda de materia sin­

té t ic a  introducida en la  cavidad del molda y la  pared in te­

r io r  de éste pueda escapar en el momento de la  operación de 

moldeo, se practican  en el molde canales ¿g de débil sección. 

El labio destinado a la  insuflación del gas comprimido es

introducido en el molde por la  parte que corresponde al o ri­

f ic io  de llen ar o vaciar el cueipo hueco o recip ien te a fo r-



mar. La canda de materia s in tética  que es presionada contra 

la. pared in te r io r  de la  cavidad del molde se en fria  después 

del moldeo, conservando la forma que le  na sido dada, después 

de interrumpir la  inyección de a ire  comprimido.

En la  forma de realización  representada, todo el conjun­

to del d ispositivo de moldeo se desplaza durante la  opera­

ción de moldeo en el sentido de avance de la  canda de mate­

r ia  s in té tic a . Después de terminada la  operación de moldeo, 

la s  dos mitades ó y b/ de molde se abren y liberan  el cuerpo 

10. hueco o recipiente formado, que queda entonces retenido por

el d ispositivo O. Al mismo tiempo, una longitud correspon­

diente de la  banda de materia sintética, es extraída del d is­

positivo de caldeo y se encuentra encerrada en el d isp o siti­

vo de moldeo, después del retorno de éste  a su posición de 

1-5* partidas Se efectúa entonces una nueva operación de moldeo.

Es igualmente posible hacer mover la s  dos mitades del 

molde solamente en dirección perpendicular a l sentido de des­

plazamiento de la  banda de materia s in té tica , estando asegu­

rado su movimiento de avance por e l dispositivo de retenida 

20. mismo ü. Una ta l  d i^ o s ic ió n  será particularmente ventajosa

s i ,  como se muestra en la  f ig . 13, se prevé el moldeo no de 

un solo cuarpo hueco o recip ien te , sinó mas bien el moldeo 

simultáneo de varios de esto s cuerpos huecos o recip ien tes.

En la  p ráctica  se ha revelado ventajoso , en v ista  de un fun- 

25. cionamiento armonioso de io s  d iferentes elementos del dispo­

s itiv o , prever cinco moldes en serle , dando por consiguiente 

nacimiento cada vez a cinco cuerpos huecos. Después de rea­

lizada. cada Operación de moldeo y a c ie r ta s  la s  dos mitades 

de todos lo s  moldes, se t ir a r á  pues del d ispositivo de oai— 

30. deo una longitud de banda de materia s in té tica  correspon-
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diente a la  longitud de cinco moldes sucesivos.

En lugar de ro d illo  de alimentación representado en 

la  f ig . 13, suministrando una banda plana de materia s in té ti­

ca, se puede también introducir en e l d ispositivo una banda 

ya plegada, 10 qus hace stpérflua la  cabeza de plegar 2.. Es 

igualmente posiole u t i l iz a r  un tubo de materia s in té tica  ^ lia -  

nado, ei/cuai deoerá estar hendido sobre un borde antes de ser 

introducido en e l dispositivo de caldeo

Además de la  aplicación de la  presión, o en lugar de es­

ta , es d ecir, por ejemplo la  inyección de a ire  comprimido o 

de otro gas in erte  entre la s  dos partes de la  banda de mate­

r ia  s in té tica  plegada, se podrá también u tiliz a r  una depre­

sión, en v ista  de la  conformación en lo s  moldes de diferen­

te s  cuerpos huecos o recip ien tes. En una ta l  variante de rea­

lizació n  del procedimiento, el dispositivo deoerá lle v a r  ór­

ganos apropiados de evacuación o extracción del gas fuera de 

lo s  moldes, en el s it io  o al lado de órganos que aseguren la  

creación de una sobrepresegión in terio r en ta s  cuerpos hue­

cos o recip ien tes en curso de formación.

En la  forma de realización de la  invención representada 

en lo s  dibujos, l a s  dos mitades 6, y del molde están confor­

madas para dar nacimiento, sobre el cuerpo hueco o recipien­

te  moldeado, a un fondo o base de apoyo plano, frente al pun­

to donde e l a íre  comprimido es introducido.

En la  i ig .  4& se ha representado una porción de la  banda 

de materia s in té tica  plegada ta l  como aparece a l s a lir  Óel 

molde. Los cuerpos huecos o recip ien tes están estrechamente 

yuxtapuestos sobre e lla . Para terminar la  fabricación de es­

tos cuerpos huecos o recip ien tes, se procede s i es necesario 

a la  soldadura de la  zona lím ite  entre lo s  cuerpos huecos
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o..recipientes formados en la  parte no deformada de la  banda 

de materia s in té tica , después de lo cual un corte permite la  

separación de lo s  cuerpos huecos o recip ien tes faorioados.

En lo s  cuerpos huecos o recip ien tes jg representados, la  

creación de un fondo o base de apoyo plano es esencialmente 

ventajog<.. En efecto , está base de apoyo plana está p ractica ­

da en la  región que corresponde a l pliegue de la  banda, de 

suerte que no ex iste  soldadura alguna, sa lien tes  o rodetes 

susceptibles de in flu en ciar la  estabilidad de lo s  cuerpos nue- 

oos o recip ien tes a s i fabricados.

La f ig .  58 representa un cuerpo hueco terminado, formando 

un recipiente jg* destinado a ser colocado de p ié , y llevando 

un o r if ic io  de llen ar ^  en el s it io  donde, cuando el moldeo, 

fné introducido en e l molde e l  lab io  ¿2 de inyección dei gas 

comprimido. Después de llen ar e l recip ien te , podrá ser cerrada 

la  acertara ¿g., por ejemplo por simple soldadura.

En lugar de esta  soldadura u iéerior, y en caso de que ta l  

soldadura sea necesaria, se podrá igualmente obtenerla previen­

do elementos de caldeo en la s  mitades & y o/ del molde. Es 

también posible u t i l iz a r  medios de caldeo e lé c tr ic o s , por e- 

jempio e l  caldeo a a lta  frecuencia o también una banda caldean­

te . La soldadura podrá ser igualmente realizada utilizando lo s  

u ltra-sonidos, o impulsiones de calor.

Como materias s in té tica s  term oplásticas propias para la  

realización  del procedimiento objeto de la  invención se mencio­

nan ante todo la s  que pueden ser p la s tifica d a s  a temperatura 

moderada, y cuyas h o jas no contienen p la n if ic a n te , es decir, 

princiypaimente l a s  bandas de materia s in té tica  en compuestos 

de p o liv in ilo , de naturaleza conocida, y por ejemplo la s  p e li­

cular llamadas ÍVO. Es igualmente posible u t i l iz a r  también o-
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tr a s  oandas de m aterias s in té tica s  que no son deformadles s i -  

nó después de un calentamiento mas intenso, y a l contrario, a - 

quellas que pueden ser moldeadas casi en f r ió .

En f in , es también posib le, dando una disposición apropia­

da a la s  su p erficies in te rio res  de la s  cavidades del molde, ob­

tener cuerpos huecos o recip ien tes de todas formas y dimensio­

nes, fuera de la  forma de fondo o base plana descrita y repre­

sentada aquí# Además# la s  mitades de molde pueden re c ib ir  a 

voluntad# durante la  operación de moldeo, sea inscripciones, 

sea motivos ornamentales* Esto podrá obtenerse previendo en 

la s  paredes internas de la s  dos mitades del molde grabaciones 

apropiadas# sea todav^ia por e l hecho de que la s  caras de lo e  

cuerpos huecos o recip ien tes será imprimidas en el curso de la  

operaoión de moldeo* A este efecto , el molde podrá estar pro­

visto# en uno o en varios puntos# de un dispositivo que opere 

de la  conocida manera que se conoce como "a  tamiz"# de re a li­

zación conocida. En una abertura apropiada del molde se dis­

pondrá entonces un tamiz m etálico contra e l cual se aplicará 

un tampón de f ie ltro #  impregnado con la  t in ta  o color*

S i lo s  cuerpos huecos o recip ien tes terminado no deben l l e ­

var un fondo# que fuá el caso de ejemplo representado# o base 

de apoyo plana desprovista de toda soldadura, saliente o rode­

te# es igualmente posible que# en lugar de u til iz a r  una sola 

banda de materia sin tética# emplear dos bandas paralelas# p le­

gada cada una a lo  largo de su e je  longitudinal medio# siendo 

entonces estas  bandas introducidas en moldes análogos# constando 

de la s  dos mitades o y ó /, siendo a l l í  todavía transformadas# 

por inyección de un gas comprimido, en cuerpos hueoos o re c i­

pientes# presentando entonces una lin ea  de soldadura p e r i ié r í -



Los cu e ro s  iiuecos o recip ientes obtenidos por ia  ap lica­

ción del procedimiento objeto de la. invención son, po:r ejemplo, 

u tilizad os en primer lugar y con mucho in terés, paya re c ib ir , 

a lo ja r  y tra n ^ o r ta r  lo s  productos líqu id os y sólidos de la  

industria de la  alimentación. Fuedan también ser empleados co­

mo recip ien tes para otros productos, por ejenplo la.s prepara­

ciones cosméticas y farmacéuticas de todas c lases , la  perfume­

r ía , lo s  productos detergentes# etc*

N O T A

Hec&a la  descripción del presente invento, lo  que ge de­

clara  como no praoticado n i puesto en ejecución en E ^ a S a , com­

prende la s  reivindicaciones siguientes*

l . -  Procedimiento, con su dispositivo de realización  co­

rrespondiente, para la  fabricación continua de cuerpos huecos 

0 recip ien tes de materia s in té tica  term oplàstica, cuyos rec i­

p ien tes o han de ser cerrados por todos lados, o por casi to­

dos lados, y afectar una iorm ̂ /cualquier a, caracterizado por­

que se calien ta  hasta su temperatura de deformación una o and a 

de materia s in té tica  plegada a lo  largo de su e je  longitudi­

nal medio, siendo conducida a un molde constituido en dos par­

te s  donde es moldeada bajo el efecto de una sobrepresión o de 

una depresión, después de lo  cual, y eventualmente a conse­

cuencia de una operación de soldadura, lo s  cuaerpos huecos o 

recip ien tes son separados unos de otros*

2* -  Procedimiento, según la  reivindicación 1 , caracteri­

zado porque la  banda de materia s in té tica  plana es suministra­

da por un ro d illo  de alimentación y plegada a lo  largo de su
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e je  longitudinal medio 

3.*- Procedimiento, 

zado porque se u til iz a
según la  reivindicación i ,  ca racteri- 

una banda de mane r ia  s in té tica  ya p ie -
ga.da,

4 .  -  Procedimiento, según la  reivindicación l ,  caracteri­

zado porque se u tiliz a  un tubo de materia s in té tica  hendido 

antes de ser calentado.

5 . -  Procedimiento, según la  reivindicación 1 , caracteri­

zado porque lo s  cuerpos huecos o recip ien tes son aplicados con­

tra la s  paredes internas del molde por la  introducción de un 

fluido gaseoso t a i  como e i a íre  u otro gas in erte  en la  banda 

de materia s in té tica  caldeada, plegada y colocada entre la s  

dos mitades del molde.

ó..- Procedimiento^ según la  reivindicación 1 , caracteri­

zado porque lo s  cuerpos huecos o recip ien tes son aplicados con­

tra  la s  paredes internas del molde y a s i  conformadas por la  

introducción del producto de llenad o,al cual estén destinados, 

en la  banda de materia s in tética  plegada y colocada entre la s  

dos mitades del molde.

7.** Procedimiento, según la  reivindicación 1 , para cuya 

realización  se emplea un dispositivo que consta, eventualmen-

te ,  de un d ispositivo de plegar para la  banda de materia sin té- 

t lo a , un dispositivo de caldeo, un molde llevando medios que 

permiten orear una sobrepresión y/o una depresión, y un dispo­

sitiv o  de transporte o de retenida para la  banda de materia 

s in tética  una vez que ha sido conformada.

8. -  Procedimiento, según la  reivindicación 7, para cuya 

realización  el molde se compone de dos mitades transversalmen­

te móviles respecto a la  dirección de avance de la  oanda de ma­

te r ia  s in té tic a , y susceptibles de presionarse una a o tra .



;N 1 1 M 0 S

3.

10.

Ib .

20.

25.

30.

B .-  Procedimiento, según la  reivindicación Y, para cuya 

realización  se emplean varios moldes dispuestos en serie  en 

el sentido de avnace de la  banda de materia s in té tic a , a l ob­

je to  de simultánea ejecución de varios móldeos.

10. -  Procedimiento? según la  reivindicación 7, para cuya 

realización  la  pared interna del molde es plana en la  proximi­

dad del pliegue de la  banda de materia s in té tica , de manera de 

formar un fondo o base de apoyo plana para el cuerpo .hueco o

re cip ient e mo Idead o .

11 .  — Procedimiento, según la  reivindicación Y, para cuya 

realización  se prevé, frente a le  zona de la  pared interna del 

molde que formyfuRa superficie plana, un lab io  de introducción 

del gas comprimido destinado a orear la  sobrepresión in terna, 

lab io  que está rodeado por la  banda de materia s in té tica , y a- 

pretado contra el molde en e l  momento en que la s  dos mitades 

del molde son aplicadas una contra o tra .

12.  -  procedimiento, según la  reivindicación Y, para cuya 

realización  en la s  dos mitades de molde se practican canales 

de débil sección que permiten la  evacuación, durante e l moldeo, 

del Aire interpuesto entre la  banda de materia s in té tica  a con­

formar y la  pa red in te r io r  del molde.

13 . -  Procedimiento, según la  reivindicación V, para cuya 

realización  el dispositivo de moldeo es móvil en el sentido de 

avance de la  banda de materia s in té tica , y asegura el transpor­

te de esta oanda.

14. -  Procedimiento, según la  reivindicación Y, para cuya, 

realización  se prevé, después del d ispositivo de moldeo, órga­

nos de mantenimiento y arr&stre a l objeto de transportar la  ban­

da de materia s in té tica .

15. -  Procedimiento, según la  reivindicación para cuya
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realización  se preve en loa moldes, en sus partes marginales, 

excepto en la  parte de estos moldes que da nacimiento al fondo 

o tase de apoyo plana para el recipiente hueco a obtener, dis­

p ositiv os que aseguren la  soldadura, de la  canda de materia sin-

1 6 .-  Procedimiento, con su dispositivo de realización  co­

rrespondiente, para la  fabricación continua de euerp o s huecos 

o regimientes de materia s in té tica  term oplàstica.

Según se describe y reivindica en la  presente memoria que 

consta de catorce hojas fo liad as y mecanografiadas por una so­

la  cara y de una lámina de dibujos*

5. tótioa

Madrid, a 24 de Diciembre de 1959, 

E H E N O P A C K  G.m.b.H.

P* a.
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